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证券代码：300400 证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动

类别

☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访

□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他（电话会议）

参与单位名称及

人员姓名

泉果基金（陈霄翔）、北京泽铭投资（单河）、彼得明奇私募基金（林蔚先）、中金銀海（香

港）基金（雍心）、多倫多（香港）私募基金（徐艺嘉）、中潤（香港）基金（许叶）、啟林

私募基金（肖丹）、海南飞恒私募基金（李国辰）、珠海太和私募基金（梁校伟）、深圳德海

私募证券基金（郭盛谦）、汇杰达理私募证券基金（戴露）、广州知本复利投资（陈九宇）、

深圳麻王投资集团（冯健饶）、深圳谷收资本管理（刘晓蓉、刘佳玥）、国泰海通证券（寇鸿

基、王美懿、吴小沛）、东莞证券（高阳、程强、唐泽毅）、东征研究所（谢少威）、广州基

金业协会（黄伟明）、中国证券报（吴立明）、维度创投（李永峰）、阿尔法智库（宋光辉）

等，合计约 41名机构和个人投资者。

时间 2026年 9月 23日（星期三）15:00至 16:30

地点 劲拓光电产业园（深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号）

上市公司接待人

员姓名
董事会秘书 胡毅先生

投资者关系活动

主要内容介绍

一、董事会秘书介绍公司基本情况

（一）公司简介

公司成立于 1997年，2014年在深交所创业板上市（股票代码 300400），是一家集研发、

生产、销售和服务于一体的电子热工装备制造业龙头企业，产品广泛应用于消费电子、通讯电

子、汽车电子、家电电子、航空航天电子、机器人电子元件等领域的精密制造。

（二）公司从事的主要业务

图：公司电子制造专用设备的部分应用领域

公司电子装联设备覆盖电子 PCBA生产过程中的焊接、检测等多个流程，以“电子热工设



2

投资者关系活动

主要内容介绍

备+AOI和 SPI 检测设备+自动化设备”为下游电子制造领域客户提供一站式服务和整套零缺陷

焊接检测制造系统；作为国内电子热工领域龙头企业，公司在电子热工领域具有领先的技术优

势、扎实的制造能力和完善的配套服务体系，回流焊设备全球市场份额居前、系国家制造业单

项冠军产品。上市 12 年以来，公司持续盈利，技术驱动是穿越周期的核心，公司近年来持续

加大研发投入，形成对底层技术的深刻理解，构建公司独特的竞争力。

图：零缺陷焊接检测制造系统示意图

（三）公司的经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 78,513.89 万元，较上年同期增长 7.74%；其中：电子装

联设备业务实现营业收入 72,696.19万元，占营业总收入的 92.59%，较上年同期增长 13.97%。

实现归属于上市公司股东的净利润 8,397.85万元，较上年同期增长 0.97%；经营性现金净流入

25,629.92万元，较上年同期增长 108.99%。

2026年半年度，公司实现营业总收入 41,798.21万元，较上年同期增长 13.34%；实现归属

于上市公司股东的净利润 5,744.84 万元，较上年同期增长 7.68%；经营性现金净流入 3,838.13

万元，较上年同期下降 51.60%。

公司 2025年度及 2026 年半年度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2025 年年度

报告》和《2026年半年度报告》。

二、问答交流

1、请介绍公司在电子热工设备行业中的竞争优势？

回复：公司专注于电子热工行业近 30 年，持续的投入和积累，劲拓股份拥有全行业最完

善的产品图谱，累计服务了全球 150+个地区的近 7000家客户；同时公司凭借良好的供应链管

控和售后服务体系，在行业获得了良好的市场口碑和品牌形象；公司已多年牢牢占据电子热工

装备行业的龙头地位，公司主力产品回流焊设备，连续 2 次获得国家工信部颁发的“制造业单

项冠军产品”荣誉。在行业深耕多年的基础上，公司自 2023 年积极拥抱 AI时代带来的全新机

遇，以“技术导向”为核心发展战略，率先于行业开展前沿技术攻关；公司聚焦电子热工设备 AI

智能化升级，同时与客户联合攻关服务于大尺寸 AI服务器芯片 PCBA焊接的热工设备，在解
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决行业需求痛点的关键性能指标上表现突出，获得全球顶级客户认可。在与客户联合开展前沿

技术攻关的过程中，劲拓将多年合作从传统的买卖对接深化为紧密的研发创新共同体，深度参

与客户项目开发，共建工艺标准。这种双向赋能不仅让公司持续保持对产业技术前沿的敏感度，

也助力其稳步迈向“行业前沿技术新工艺新标准制定者”的目标，持续引领高端制造的智能化升

级。

2、公司近几年进行了哪些研发投入？

回复：公司自 2023 年调整核心经营战略，以超大尺寸集成电路专用回流焊设备项目和智

能回流焊项目的技术需求为指引，公司开展了大量基础性、前沿性的工作，如材料研究、热仿

真、对流仿真等，同时与合作伙伴联合开发了大尺寸芯片焊接热形变测试系统等等。这些工作

支撑了公司在焊接设备硬件设计及工艺设计开展开拓性、创新性研究。另外公司分级重构了热

工装备核心功能模块的设计，并对热工设备进行数字仿真建模，在此基础上进行设备软件系统

智能模型训练，并正在逐步实现智能节能、智能维护保养、智能工艺转换等热工设备核心智能

化功能的落地。

3、目前大尺寸芯片 PCBA焊接中遇到的技术难题有哪些？

回复：在先进封装工艺的加持下，AI算力芯片和 AI交换机芯片等尺寸大型化已成为产业

趋势。在此背景下，传统的 PCBA焊接加热方式使热量从芯片边缘向中心传递，导致边缘与中

心区域出现显著温差。由于材料热膨胀系数不同，升温与降温过程中的温差会造成芯片与 PCB

板不同步弯曲，进而引发虚焊、开路、微裂纹、短路等焊接缺陷。这类缺陷制约焊接品质，特

别是高附加值的 AI服务器产品场景中，会带来较大的直接和间接经济损失。针对上述痛点，

业界正从材料选型、焊接工艺等多个维度展开深刻的技术探索。劲拓股份专注于热工焊接设备

的创新设计，致力于为客户提供精准控温性能与复杂焊接工艺的适配能力，应对芯片先进封装

工艺及新型材料选型对 PBCA焊接设备的更高技术要求。

4、目前大尺寸芯片焊接设备的项目进度如何？

回复：自 2024 年公司立项以来，当前已经完成了超大尺寸集成电路专用回流焊设备五代

样机的开发工作。公司使用仿制的实物样品在内部场域进行了流程完整的焊接设备性能测试评

估，对于大尺寸芯片 PCBA焊接过程中翘曲情况，改善效果显著。前期，公司已将设备运至客

户现场开展验证工作，并顺利通过了核心性能指标的测试。在此基础上，公司会继续推进项目

进度，力争 2026年度实现新技术设备从“样机验证”走向“量产交付”的目标。

5、公司为什么要开发智能回流焊这款产品，当前项目怎么进度？
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回复：PCBA热工焊接环节产品的稳定生产，需要有经验操作人员对生产设备进行规范性

保养和维护。但随着 PCBA焊接产品的价值量提升，以及公司走向海外配合海外工厂产能建设，

在这些新的需求中，为了减少操作人员设备保障能力的波动对设备稳定持续运行的影响，劲拓

股份 2023年提出热工装备三大智能功能，并于 2024年正式对外发布智能回流焊样机，获得了

客户的积极反馈。公司已于 2025 年三季度，率先将行业首台智能回流焊设备运至客户现场先

后进行了离线测试和在线测试，可获取的半年运行数据显示节能节氮等经济效果明显。在智能

化热工装备开发和测试数据累积中，公司与客户共同定义并探索下一代设备的智能演进方向。

6、公司产品一般如何定价？

回复：公司专用设备的定价逻辑主要基于两个层面：首先，设备所属的产品系列、技术规

格及配置要求共同决定了基准价格区间，性能越高、功能越丰富，单台价格随之递增；其次，

在基准价格之上，我们依据设备性能升级为客户创造的附加价值进行弹性调整，其核心衡量指

标为客户使用公司设备生产复杂结构产品的整体品质提升幅度，若产生的经济价值显著，则设

备溢价空间相应扩大，进而实现设备价格与贡献价值的匹配。

7、公司产品线中标准机为主还是客户定制机为主？

回复：公司自建了金属零部件的加工产线，可以完成金属切割、机加、焊接、喷涂等加工

流程，该能力有力支撑了客户定制化需求的响应速度和品质保障，在同行中体现出了显著的比

较优势。近几年，公司交付产品的定制机数量显著提升，一方面是存量客户产品种类变化，对

原有标准配置提出升级需求，另一方面来自于公司切入到很多新的领域，下游客户需求多样性

增加。但过多定制化功能，会降低研发和生产资源的利用效率，为应对此变化，公司也在动态

的通过统计分析把不同客户的定制化需求“合并同类项”，逐步形成为标准配置。

8、订单能见度能看到多久？备料周期？

回复：公司过往生产计划都是按单生产，一般情况，标准配置设备的交付周期为 35- 45

天，定制化设备的交付周期在 2-3 个月，大部分接收到订单之后才进行备料，订单能见度大约

在 1个季度左右。

9、公司未来的增长潜力如何？

回复：从低温钎焊的技术角度，再回流（reflow）焊接工艺在电子热工焊接领域应用场景

广阔，凭借相对较低的制造成本，适配电子产品规模化量产需求。目前再回流焊技术已成熟落

地于 SMT制程、功率器件封装、2.5D先进封装、HBM存储芯片封装等多个领域。不同产品对

工艺条件存在差异化要求，对回流焊设备的温控精度、多温区协同控制能力、助焊剂残留控制、
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腔体氧含量、腔体焊接环境洁净度、传动运控精度、结构材料、智能运维水平等指标提出差异

化甚至极高标准，对应设备单价跨度较大，从数十万元人民币至上百万美元，这也为装备企业

技术迭代、产品价值提升明确了发展方向。对于劲拓来说，致力于紧随并深度参与客户在前沿

技术的探索过程，通过内部提升和外部合作不断增厚技术储备、提升装备性能，并借助上市公

司的资本平台加速先进技术产业化应用落地，从而持续提升公司内在价值和行业竞争力。

三、现场参观

调研人员有序参观了公司研发实验室和部分生产车间，了解公司在电子热工设备、AOI设

备和 SPI检测设备及周边自动化设备的生产成果。

附件清单 无

日期 2026年 9月 23日
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